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DESCRIPCIÓN 
 
Montaje en contacto con presión con un módulo de semiconductor de potencia 
 
La inv ención describe u na instalación en  contacto con presió n par a módul os de semiconductor de pote ncia 5 
extremadamente compactos. Las co nfiguraciones modernas de l os módulos de semiconductor de potencia de este 
tipo con un valor nominal de alta potencia con relación a su tamaño constructivo, los cuales forman la base de esta 
invención, pertenecen a la técnica conocida a partir el documento DE 196 30 173 C2 o DE 199 24 993 C2. 
 
El documento DE 196 30 173 C2 revela un módulo de semiconductor de potencia para ser montado directamente en 10 
un dispositivo de refrigeración, que consiste en un alojamiento y un sustrato eléctricamente aislante, el último por su 
parte consiste en un cuerpo de material aislante con una serie de vías de conducción metálicas colocadas sobre el 
mismo, aisladas una de otra, y componentes del semiconductor de potencia colocados en las mismas y conectados 
con estas vías de conducción según el circuito en cuestión. La conexión eléctrica exterior a las vías de conducción 
de una tarjeta de circuito impreso instalada fuera del alojamiento se consigue por medio de resortes de contacto. 15 
 
El módulo de semiconductor de potencia adicionalmente tiene por lo menos un orificio centralmente dispuesto para 
el propósito de pasar a través  del mismo un tornillo de conexión con un c uerpo refrigerante. Junto con un el emento 
de pres ión d imensionalmente establ e insta lado en el l ado de la tarj eta de circuito im preso e ncarado ale jado de l 
módulo de  semiconductor d e potencia y d escansando pl ano sobre la  primera, sirve p ara prove er el  contacto con 20 
presión para el módulo. Este contacto con presión cumple dos tareas al mismo tiempo: por una parte, la provisión de 
contacto eléctrico fiable entre los elementos de conexión y la tarjeta de circuito impreso y, por otra parte, la provisión 
del co ntacto t érmico e ntre el mód ulo y el cuerp o d e refrigeración, e n el q ue ambas formas de  contacto so n 
reversibles. 
 25 
Lo que es u na desventa ja en los módu los de semiconductor de pot encia según l a técnica anterior conocida es e l 
hecho de que el elemento de presión de la técnica conocida no permite una instalación de componentes adicionales, 
tales c omo, p or ej emplo, re sistencias, con densadores o circuitos integrados en  la  p arte de la t arjeta d e circ uito 
impreso que cubre. También es una desventaja en este caso el por lo menos un orificio para el propósito de pasar a 
través de l mis mo un tor nillo de co nexión. Esto limita e l espacio p ara l os comp onentes activos en el int erior del 30 
módulo de semiconductor de potencia. 
 
Adicionalmente, módulos de semiconductor de potencia en una manera ejemplar son de la técnica conocida a partir 
del documento DE 1 99 24 993 C2 en el c ual las conexiones entre el  módulo de semiconductor de potencia y una 
tarjeta de circuito impreso están incorporadas como pasadores para soldar. Estos pasadores para soldar sirven tanto 35 
de e lementos de co ntrol c omo de c onexión d e l a car ga de las c onexiones el éctricas entre los c omponentes d el 
semiconductor de potencia en el interior del módulo de potencia y los cables de suministro instalados en la tarjeta de 
circuito impreso. El mó dulo d e semic onductor de  pot encia de esta ma nera se puede c onectar c on u na tarj eta de 
circuito impreso tanto directamente, como, tal como se describe en el documento DE 199 24 993, por medio de una 
tarjeta adaptadora. El contacto térmico entre el módulo de semiconductor de potencia y el cuerpo de refrigeración se 40 
fabrica independientemente de los contactos eléctricos por medio de conexiones de tornillos. 
 
Lo que es una desventaja en la configuración de los módulos de semiconductor de potencia de este tipo es que son 
necesarias dos tecnologías diferentes de co nexión (conexiones de tornillos y juntas soldadas, las cual es deben ser 
ejecutadas en una serie de operaciones individuales) a fin de integrar el módulo en el interior de una instalación de 45 
superordenador. En este caso una desventaja particular consiste en el hecho de que las juntas soldadas no proveen 
una garantía de fiabilidad a lo largo de la vida de servicio. 
 
A partir del documento DE 100 64 194 A1 son adicionalmente de la técnica conocida un módulo de semiconductor 
de pote ncia y un cuer po de refrigeración p ara acom odar el módu lo d e semico nductor de potenc ia, en el qu e el  50 
alojamiento del módulo de semiconductor de potencia tiene una cara inferior y una cara superior. En la cara superior 
está instalado por lo menos un resorte, el cual se prolonga desde la cara superior y de ese modo presiona el módulo 
de semiconductor de potencia sobre el cuerpo de refrigeración cuando se instalan en el montaje. 
 
La tarea que subyace en l a presente invención es pr esentar una i nstalación con una tarjeta de circ uito impreso, un 55 
módulo d e se miconductor de pote ncia y u n dis positivo d e refrig eración, que s ea sim ple y r entable de fabr icar y 
también tenga unas dimensiones extremadamente compactas. 
 
Este obj eto se consi gue medi ante u na instalac ión segú n la re ivindicación 1, config uraciones particul ares 
encontrándose en las r eivindicaciones subordinadas. El c oncepto bás ico de l a invención se or igina a partir d e un 60 
módulo de semiconductor de potencia para el montaje directo en un cuerpo de refrigeración, en el que el módulo de 
semiconductor de pote ncia tiene un alojamiento de plástico aislante en forma de un bastidor. Este al ojamiento de 
plástico tiene adicionalmente una primera superficie de cubierta que preferiblemente está integralmente conectada 
con e l a lojamiento. La segunda superficie de cubierta está formada por un s ustrato, e l cua l consiste en una capa 
aislante y por lo menos una capa metálica instalada encima, la cu al está encarada hacia el inter ior del módulo de 65 
semiconductor de potencia. Esta capa metál ica puede estar estructurada por sí misma y por lo tanto for ma la por l o 
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menos un a ví a d e co nducción del mód ulo d e sem iconductor de potencia. Por lo menos un  co mponente del 
semiconductor de pot encia está instalado en esta vía o e stas vías de c onducción y está conectado a una vía d e 
conducción adicional o a un componente adicional del semiconductor de potencia según el circuito en cuestión. 
 
La primera superficie de cubierta del alojamiento tiene una serie de orificios. A través de estos orifici os se extienden 5 
elementos de cone xión pa ra prov eer co nexiones eléctricas entre las vías de  c onducción d el módu lo de 
semiconductor de potenc ia y los puntos d e contacto en l as vías de co nducción d e la  tarjeta de circ uito impr eso 
instalada por encima de la primera superficie de cubierta. Esta tarjeta de circuito impreso, compuesta por un sustrato 
aislante preferiblemente c on dos vías de c onducción i nstaladas s obre l a misma  o en su i nterior, r epresenta l as 
conexiones el éctricas de l módu lo d e semico nductor de pote ncia y preferib lemente transporta componentes 10 
adicionales para el control del módulo de semiconductor de potencia. 
 
En la segunda superficie de cubierta, el sustrato, está instalado un dispositivo de refrigeración preferiblemente activo 
en e l la do e ncarado al ejado del i nterior de l módul o d e semiconductor de p otencia. Dispos itivos de refrig eración 
activos, por ejemplo un cuerpo de refrigeración con un ventilador instalado en el mismo, tienen la ventaja esencial de 15 
una forma de construcción más compacta comparada con los dispositivos de r efrigeración pasivos, por ejemplo un 
refrigerador de aire. 
 
Los elementos de conexión para ambas, las conexiones de carga y también las conexiones de control del módulo de 
semiconductor de potencia, son cables terminales que están configurados por lo menos parcialmente de una manera 20 
elástica. Estos cables terminales proporcionan la conexión eléctrica de las vías de conexión y la tar jeta de circuito 
impreso instalada fuera del alojamiento y l as vías de conducción exteriores que están instaladas en el  mismo. Un 
contacto el éctrico fiabl e entr e los cabl es termina les y las vías de con ducción e xteriores de l a tarj eta de circu ito 
impreso s e co nsigue por me dio d e una i nstalación par a proveer un co ntacto con pre sión q ue se d escriben má s 
adelante en este documento. 25 
 
En una co nfiguración de l a inve nción de l a instal ación citada e l alo jamiento d el mó dulo de semic onductor de 
potencia tie ne exte nsiones en la d irección de la tarj eta de circuito im preso o e n la  direcció n de l disp ositivo d e 
refrigeración para los propósitos de la unión de los componentes individuales de la instalación unos con otros. 
 30 
En una primera configuración estas extensiones pasan a través de orificios en la tarjeta de circuito impreso, en una 
segunda configuración a través de orificios en el dispositivo de refrigeración. En la primera configuración la conexión 
del módulo de semiconductor de potencia con la tarjeta de circuito impreso aplica presión a la última a fin de formar 
el co ntacto c on pres ión. En  princ ipio s on posi bles d os clases  d e u nión: una u nión revers ible, en l a c ual los  
componentes individuales pueden ser se parados otra vez  más sin much o esfuerzo y una unión irreversible, en l a 35 
cual la separación únicamente es posible con un nivel incrementado de esfuerzo. 
 
Una confi guración pos ible de l a co nexión reversi ble es la  con exión de enganche de r esorte. E n este c aso las  
extensiones d el alojamiento tien en le nguas d e enganche y la tarj eta d e c ircuito impreso o  e l dispositivo d e 
refrigeración tienen superficies de apoyo asociadas. 40 
 
Una c onfiguración posible d e la  co nexión irrevers ible e s el diseño d e las  e xtensiones c omo pasadores. Est os 
pasadores penetran a trav és de los or ificios asoc iados de la tarjet a de circuito i mpreso o e l disp ositivo d e 
refrigeración y en sus extremos, por ej emplo, son d eformados por ultrasonidos o efecto s térmicos de t al modo que 
formen un remache, el cual está sostenido en la superficie de apoyo asociada. 45 
 
Las con exiones del módu lo de semico nductor de potenc ia c on la tarj eta de circuito i mpreso y el di spositivo d e 
refrigeración preferiblemente están formadas de la misma manera. 
 
En una configuración de la invención adicional de la instalación citada, la c ual también se puede combinar con la 50 
primera citada, el dispos itivo de refrigeración tiene e xtensiones. Estas e xtensiones pasan a través de  orificios de l 
módulo de semiconductor de potencia o de la tarjeta de circuito impreso y forman con éstos una conexión reversible 
o irreversible de los tipos citados antes en este documento. 
 
Una configuración ventajosa adicional de una instalación citada antes en este documento con una tarjeta de circuito 55 
impreso, un módulo de semiconductor de potenc ia y un  disp ositivo de  refrigeración a ctivo tien e p or lo me nos un  
elemento de c onexión p ara proveer u na c onexión el éctrica entre e l d ispositivo d e ref rigeración acti vo y vías de 
conducción de la  tarjeta  d e circuito impr eso. En este c aso este  el emento d e c onexión es u n c omponente de l 
alojamiento del módulo d e semiconductor de potencia. El elemento de c onexión tiene un contacto d e enchufe p ara 
proveer u na c onexión e léctrica co n e l d ispositivo de  refr igeración activ o, prefer iblemente el v entilador que está  60 
instalado al lí. Este contacto  de enchufe se conecta con elementos de contacto de diseño elástico, en donde estos 
elementos de contacto se conectan con superficies de contacto asociadas de las vías de conducción de la tarjeta de 
circuito impreso. 
 
Por lo tanto lo que es ventajoso en la configuración de la invención de la instalación citada antes en este documento 65 
es el hecho de que por una parte tiene la ventaja del contacto con presión para la conexión eléctrica entre el sustrato 
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del mó dulo d e semicon ductor de pote ncia y l a tarjeta de ci rcuito im preso, el cua l en comparación c on las juntas 
soldadas posee una durabilidad mayor bajo carga. Por otra parte esta instalación tiene una estructura compacta, la 
cual está por lo menos en igualdad con aquella de una estructura con juntas soldadas. 
 
La invención se pondrá de manifiesto con más detalle con la ayuda de los ejemplos de la forma de realización junto 5 
con las figuras 1 a 4. 
 
La figura 1 muestra una sección a través de una instalación de la invención. 
 
La figura 2 muestra una vista del despiece tridimensional de la instalación de la invención. 10 
 
La figura 3 muestra una segunda vista del despiece tridimensional de la instalación de la invención. 
 
La figura 4 muestra una sección a través de una instalación de la invención adicional. 
 15 
La figura 1 muestra una sección a través de una instalación de la invención. Lo que se representa es una instalación 
que consiste en una tar jeta de circuito im preso (100), un módulo de semiconductor de potencia (200) y también un 
dispositivo de refrigeración (300). 
 
La tarjeta de circuito impreso (100) tiene un cuerpo de material aislante (110) y vías de conducción (112) dispuestas 20 
en o en e l int erior d el cu erpo d e materi al aisla nte. Esta s vías de con ducción trans portan u na mu ltiplicidad de  
señales, tal es como, por ejemplo, se ñales de l a car ga, de contro l, y au xiliares d el m ódulo d e semic onductor d e 
potencia (200). 
 
Este módu lo d e semico nductor de potencia (200) tie ne un al ojamiento (210) en form a de un b astidor co n un a 25 
cubierta integral (212). La segunda superficie de cubierta del alojamiento (210) está formada por el sustrato (230). El 
sustrato consiste por s u parte en un cuerpo de m aterial aislante (234), preferiblemente una cerámica industrial ta l 
como un ó xido de alumi nio o  un nitrito de aluminio, también co n capas  metálicas (23 2) en amb os lados d e est e 
cuerpo de material aislante. En este caso l as capas metálicas se aplican en el cuerpo de material aislante (234) por 
medio del procedimiento DCB (unión de cobre directa) conocido en la téc nica las capas metálicas (232) encaradas 30 
hacia el interior del  a lojamiento prefer iblemente están estructuradas por sí mismas y de ese modo forman vías de 
conducción que están aisladas una de otra. Estas vías  de cond ucción transportan componentes del semiconductor 
de potencia (240), tales como IGBT (transistores bipolares de puerta aislada) o MOS-FET (transistores de efecto de 
campo de m aterial semic onductor d e ó xido metálic o), los  cuales est án instalados en  l as prim eras por med io de 
juntas s oldadas. Cone xiones adici onales de los com ponentes d el sem iconductor d e potencia (2 40) con vías d e 35 
conducción adicionales o componentes adicionales del semiconductor de potencia se realizan por medio de uniones 
de cable según el circuito en cuestión. 
 
Los elementos de conexión para proveer conexiones eléctricas entre las vías de conducción (232) del sustrato (230) 
y los cables de suministro exterior, formados a partir de las vías de conducción (112) de la tarjeta de circuito impreso 40 
(100), adoptan la forma de resortes de cont acto (250). Po r medio de l a introducción de presión, como  se describ e 
más a delante en este d ocumento, se  ap lica pr esión a  estos res ortes de c ontacto ( 250) y d e es e mod o forma n 
conexiones eléctricas fiables. 
 
La instalación representada adicionalmente tiene un dispositivo de refrigeración (300a). Éste está diseñado como un 45 
dispositivo de  refrigeración activo (300a) que consiste en u n cu erpo de refri geración (3 10) y un ventil ador de  
ventilación sin  regu lación ( 320) d irectamente con ectado c on e l mismo . Esta config uración vent ajosa, porq ue es 
pequeña y co mpacta, tambi én se p uede r emplazar p or un dispositivo de refrig eración pasiv o, de pendiendo de la 
aplicación. En  un d ispositivo de refri geración p asivo si n un ve ntilador de ve ntilación una v ariante r efrigerada por 
agua es ventajosa comparada con una variante refrigerada por aire. 50 
 
La conexión de la tarjeta de circuito impreso (100) y el módulo de semiconductor de potencia (200), la cual sirve para 
proveer n o sól o su i nstalación un a co n re lación al  otro, sino tam bién además l a a plicación d e pr esión s obre lo s 
resortes de contacto (250) y de ese modo una instalación en contacto con presión se forma por medio de una s erie 
de e xtensiones (220) de l módu lo d e semi conductor de potencia (2 00). Estas exten siones (220) pueden estar  55 
configuradas como con exiones reversib les o irreversibles. Una con exión irreversib le es tá formada por  extensiones 
(220b) d iseñadas c omo pasadores, los  cu ales están inst alados en los orificios as ociados ( 120) de  l a tarj eta d e 
circuito impreso y cuyos extremos son deformados de tal modo que esta conexión representa una junta remachada 
con una superficie de apoyo (122) en la tarjeta de c ircuito impreso (100). Esta d eformación se puede realizar, por 
ejemplo, por medio de un a acción térmic a sobre los p asadores. Una  deformació n medi ante la a plicación d e 60 
ultrasonidos ha demostrado ser ventajosa. 
 
De l a misma  maner a l a c onexión entre  el mó dulo d e semic onductor de potencia (20 0) y e l dispositivo de 
refrigeración (300) también puede estar formada como una conexión irreversible. También se representa en la figura 
1 una co nexión revers ible en la co nfiguración de un a c onexión de  enga nche de  resorte. En este caso l as 65 
extensiones d el al ojamiento (210) está n diseñadas en  sus extrem os como le nguas de e nganche (22 2). Las  
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extensiones (220) pasan a  través d e orificios (312, 322) del cuerpo de refrigeración (310) y el venti lador (320), e l 
cual forma e l disp ositivo d e refriger ación a ctivo (300 a). Las len guas d e enga nche (22 2) están soste nidas en la s 
superficies de apoyo (324) del dispositivo de refrigeración (300a), en este caso el ventilador (320). 
 
Ni q ue decir ti ene que l a co nexión entre la tarjet a d e ci rcuito im preso (100)  y e l m ódulo de s emiconductor d e 5 
potencia ( 200) pue de estar diseñada de  la  misma ma nera que  la  con exión e ntre el mó dulo d e semic onductor d e 
potencia (200) y el dispositivo de refrigeración (300). 
 
También se re presenta un e lemento de conexión (280) p ara proveer una conexión eléctrica entre el d ispositivo de 
refrigeración a ctivo (3 00a) y las  vías d e conducción ( 112a) de  l a tar jeta de c ircuito impr eso (10 0). Para  est e 10 
propósito el elemento de conexión (280) tiene un contacto de enchufe (282) para proveer una conexión eléctrica con 
el dis positivo de refrig eración activo (30 0a). Adicio nalmente, este co ntacto de e nchufe (28 2) de l eleme nto de  
conexión está conectado c on elem entos de contacto ( 284) de u n d iseño el ástico, e n el q ue estos e lementos d e 
contacto (28 4) están con ectados co n sup erficies d e con tacto asocia das de las vías de con ducción (112a) d e la 
tarjeta de c ircuito impreso ( 100). E n est e caso  tambi én se c onsigue un c ontacto el éctrico fi able mediante la 15 
aplicación de presión, como se ha cita do antes en este documento. Por  medio d e es te elemento de conexión, es  
posible un contacto eléctrico simple entre la tarjeta de circuito impreso (100) y el  dispositivo de refrigeración (300), 
sin la necesidad de proveer elementos de contacto adicionales en la tar jeta de circuito impreso (100), tales c omo, 
por ejemplo, una banda de contacto de pasador. 
 20 
La figur a 2 muestra un a pri mera vista de l despi ece tridi mensional de la insta lación de la i nvención. Lo que s e 
representa en este caso es el sustrato aislante (110) de la tarjeta de circuito impreso (100), en la que ésta tiene una 
serie de or ificios (120). También está re presentado el módulo de semiconductor de potencia (200). Su al ojamiento 
(210) de forma similar tiene orificios (214) y también extensiones (220), en su superficie de cubierta (212) encarada 
hacia la tarjet a de circuito i mpreso (10 0). Estas extens iones (2 20) de l alojam iento (210) p asan a través de los  25 
orificios (120) de la tarjeta de circuito impreso (100) a fin de crear una conexión irreversible. 
 
El módulo de semiconductor de potencia (200) tiene adicionalmente un sustrato (230) que consiste en un cuerpo de 
material aislante (234) y una capa metálica (232) instalada sobre el mismo. Esta capa metálica está estructurada por 
sí misma y p or este medi o forma vías de conducción q ue están aisladas un as de las otras. En es tas vías de  30 
conducción (232) están inst alados los componentes del semic onductor d e p otencia (n o re presentados). Las 
condiciones necesarias p ara el circ uito en cu estión s e fabric an p or medio de uniones d e ca ble (tam poco 
representadas). Resortes de contacto (250) sirven para proveer las conexiones eléctricas para los componentes del 
semiconductor de potencia en la vía de con ducción (232); éstos pasan a través de los orificios (214) del alojamiento 
(210). Por medio de la conexión irreversible citada antes en este documento se conecta la instalación que consiste 35 
en l a tar jeta de circu ito im preso ( 100) y e l mód ulo de  se miconductor de p otencia ( 200) y se  a plica presión a l os 
resortes de contacto (250). Por este medio se asegura la provisión de contactos eléctricos fiables. 
 
También está representado el dispositivo de refrigeración (300a), que consiste en un cuerpo de refrigeración (310) y 
un ventilador de ventilación (320). Estos dos componentes están instalados de forma similar uno con relación al otro 40 
por medio de extensiones, en este caso po r medio de e xtensiones del cuerpo de refrig eración, las cu ales pasan a 
través de orificios (334) del ventilador de ventilación (320) y por medio de dispositivos de bloqueo (332). El sustrato 
(230) d el mó dulo d e semic onductor de p otencia (20 0) es tá instala do directamente en el cuer po d e refriger ación 
(300a), a fin de asegurar una eliminación de calor extremadamente eficaz. 
 45 
El dis positivo de refri geración (30 0a), en este cas o e l cuerpo d e refr igeración (3 10), adici onalmente tie ne dos 
extensiones (330), las cuales en cada caso pasan a través  de orifici os (216) de una parte del a lojamiento (218) del 
módulo de semiconductor de potencia. En  estas e xtensiones están ins talados d ispositivos de  bloqueo, los  cuales 
son comparables a aquellos (332) que fijan los elementos del dispositivo de refrigeración (300) unos con otros y de 
esta manera fijan el dispositivo de refrigeración al módulo de semiconductor de potencia. 50 
 
También está representado un elemento de conexión (280), el cual está instalado en el alojamiento (210) del módulo 
de semiconductor de potenc ia (200). Este el emento de conexión consiste en dos e lementos de contact o (284), los  
cuales también están d iseñados como r esortes, y de es e modo a trav és del co ntacto de enchufe (282) sirve para 
proveer e l contacto eléctrico entre el ventilador de ventilación y las vías de conducción asociadas de la tarjeta de 55 
circuito impreso (100). T ambién se ap lica p resión en este  caso a estos elem entos de contacto (28 4) a través de l 
contacto con presión, del m ismo m odo, ta l como ha sid o prese ntado ant es en este documento, y de ese mo do 
forman una conexión eléctrica fiable. 
 
La fig ura 3 m uestra un a seg unda vista d el desp iece tri dimensional de la insta lación de la i nvención. Lo q ue est á 60 
representado es la tarjeta d e circuito impreso (100) c on una serie de vías de con ducción (112) en su cara infer ior. 
También se pueden distinguir los orificios (120) de la tarjeta de circuito impreso (100) para el propósito de acomodar 
las extensiones (220) del alojamiento (210) del módulo de semiconductor de potencia (200). 
 
La co nexión el éctrica d el s ustrato (23 0) d el módu lo de s emiconductor de pot encia (2 00) se r ealiza por med io de 65 
resortes de contacto (250). El alojamiento (210) del módulo de semiconductor de potencia (200) tiene en una cara un 
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elemento de conexión (280), el c ual está c onfigurado integralmente con el alojamiento (210). Resortes de c ontacto 
(284) idénticos a a quellos uti lizados para p roveer las c onexiones eléctricas entre  el  s ustrato (2 30) y la tar jeta de 
circuito impreso (100) sirven como elementos de contacto (284) del elemento de conexión (280). Estos elementos de 
contacto ( 284) con ectan vía s de  co nducción ( 112a) de la tarjeta de  c ircuito impr eso (10 0) co n un contacto  d e 
enchufe (282) del ventilador (320). Este ventilador, junto con el cuerpo de refrigeración (310), forma el dispositivo de 5 
refrigeración activo (300a) de la instalación de la invención. 
 
La figura 4 muestra una sección a través de una instalación adicional de la invención. Lo que está representado es, 
al i gual que l a fig ura 1, u na i nstalación que cons iste en una tarj eta de  circu ito i mpreso ( 100), un  mód ulo d e 
semiconductor de potencia (200) y un dispositivo de refrigeración (300). En este caso la tarjeta de circuito impreso 10 
(100) está configurada de una manera análoga a aquella de la figura 1. 
 
El módulo de semiconductor de potencia (200) de form a similar tiene un alojamiento (210) en form a de un b astidor 
con u na cu bierta integr al (2 12). La se gunda su perficie de cubierta del alo jamiento ( 210) est á formada d e ig ual 
manera por el sustrato, de una manera análoga a la figura 1. La instalación adicionalmente tiene un dispositivo de 15 
refrigeración pasivo (300b). 
 
La conexión de la instalación de la tarjeta de circuito impreso (100), el módulo de semiconductor de potencia (200) y 
el dispositivo de refrigeración (300b), que también sirve para introducir presión en los resortes de contacto (250) y de 
ese modo a una instalación en contacto con presión, está formada por medio de una serie de extensiones (330) del 20 
componente d e refriger ación (300 b), la cual co nsiste en alumi nio. Estas exten siones (330) pueden estar  
configuradas como con exiones reversib les o irreversibles. Una con exión irreversib le es tá formada por  extensiones 
(330c) d iseñadas como p asadores, los c uales están instalados en l os o rificios as ociados (120) de l a tarjeta d e 
circuito impr eso (1 00) y cuyos e xtremos s on deformados de  tal  mod o qu e esta c onexión re presenta u na ju nta 
remachada con una su perficie de sop orte (122) so bre la t arjeta de circuito impreso (1 00). Esta deformació n puede 25 
ser realizada, por ejemplo, por medio de una acción mecánica en los pasadores. 
 
La co nfiguración d e l a e xtensión (3 30b) como u na c onexión rev ersible está diseñada com o u na cone xión d e 
enganche de resorte de la técnica conocida que ya ha sido descrita antes en este documento. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Una i nstalación en co ntacto con presi ón con un a tarj eta de circ uito impres o (1 00), un mó dulo de  
semiconductor de potencia (200) y un dispositivo de refrigeración (300), en la que la tarjeta de circuito impreso (100) 
tiene un cuerpo de material aislante (110) y vías de conducción (112) instaladas en el mismo o en su interior, en la 5 
que el módulo de semic onductor de pot encia (200) tiene un alo jamiento de plástico aislante (210) en forma de un 
bastidor, con una prim era s uperficie de cubierta (212) que tie ne orifi cios (214), un  sustrato (230 ) que forma la  
segunda superficie de cubierta del alojamiento (210) con por lo menos una vía de conducción (232) y por lo menos 
un componente del semiconductor de potencia (240) dispuesto en la m isma y conectado de acuerdo con el c ircuito 
en cuestión y t ambién resortes de c ontacto (250), l os cuales pasan a través de  los orificios (214) del alojamiento 10 
(210), para el propósito de conectar la vía de conducción (232) del sustrato (230) con puntos de contacto en las vías 
de conducción (112) de la tar jeta de circu ito impreso (100), y el d ispositivo de refrigeración (300) es activo o pasiv o 
en el que tanto el alo jamiento (210) d el módulo de semiconductor de potencia (200) tiene extensiones (220b) en la 
dirección de la tarjeta de circ uito impreso (100), las cual es se prolon gan a través de ori ficios (120) en la tarjeta d e 
circuito impreso (100) y tiene otras extensiones (220) en la dirección del dispositivo de refrigeración (300), las cuales 15 
se pro longan a través de o rificios ( 312, 3 22) e n el dispositivo d e ref rigeración (3 00), como el d ispositivo de  
refrigeración (300) tiene extensiones (330b, 330c) las cuales se prolongan a través de orificios (120) en la tarjeta de 
circuito impreso (100), o el alojamiento (210) del módulo de semiconductor de potencia (200) tiene extensiones (220) 
en la dirección de la tarjeta de circuito impreso (100), las cuales se prolongan a través de orificios (120) en la tarjeta 
de circu ito impreso (100) y el dispos itivo de refrigerac ión (300) tiene extensiones (330) las cual es se prolongan a 20 
través d e or ificios (2 16 en  el a lojamiento (200), en la  que las  e xtensiones res pectivas d e ese modo f orman 
conexiones reversibles o irr eversibles y en la que las e xtensiones respectivas, las cua les penetran en la tarjeta de 
circuito impreso, se prolongan por encima de la última y aplican presión a la última. 
 
2. La instalación según la reivindicación 1 en la que la conexión reversible está formada por extensiones (220, 25 
330) diseñadas como len guas de eng anche (222), las cua les se prolongan a través de l os orificios (1 20, 216, 31 2, 
322) y cuyas lenguas de enganche están instaladas en superficies de apoyo asociadas (122, 3 24) de la tarj eta de 
circuito im preso (100) del alojamiento ( 210) o del cu erpo de refrig eración (30 0) y r epresentan un a conexión de 
enganche de resorte. 
 30 
3. La instalación según la reivindicación 1 en la que la conexión reversible está formada por extensiones (220, 
330) diseñadas como pasadores (222), los cuales se prolongan a través de los orificios (120, 216, 312, 322) y los  
cuales están instalados por medio de dispositivos de bl oqueo en superficies de apoyo asociadas (122, 324) de la 
tarjeta de circuito impreso (100), del alojamiento (210) o del cuerpo de refrigeración (300). 
 35 
4. La i nstalación según la  reiv indicación 1 e n la q ue la co nexión irreversible está forma da por extensiones 
(220, 330) diseñadas como pasadores (222), los cual es están insta lados en lo s orificios asociados (120, 216, 312,  
322) y cuyos extremos están deformados de tal modo que éstos representan una junta remachada. 
 
5. La instalación según la reivindicación 1 en la que un dispositivo de refrigeración pasivo (300) está diseñado 40 
como un refrigerador de aire o un refrigerador de agua. 
 
6. La i nstalación según l a re ivindicación 1 en la q ue un  dis positivo de refri geración activ o (30 0a) tien e u n 
ventilador sin regular o regulado por temperatura (320). 
 45 
7. Una instalación en contacto con presión según la reivindicación 1 con una tarjeta de circuito impreso (100), 
un mó dulo de semico nductor de potencia (200)  y u n d ispositivo de r efrigeración a ctivo (30 0a), en el q ue el 
alojamiento (210) del módulo de semiconductor de potencia (200) tiene por lo menos un elemento de conexión (280) 
para proveer una conexión eléctrica entre el dispositivo de refrigeración activo (300a) y vías de conducción (12) de la 
tarjeta de circuito impreso (100), en la que el elemento de conexión (280) tiene un contacto de enchufe (282) para 50 
proveer una conexión eléctrica con el dispositivo de refrigeración activo (300a), este contacto de enchufe (282) está 
conectado co n elem entos de contact o (284) d e dis eño elástico y estos elem entos de co ntacto (284) est án 
conectados con superficies de contacto asociadas de las v ías de conducción (112a) de la tarjeta de cir cuito impreso 
(100). 
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